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トリステアリンは棒状の分子形状をもつトリグリセリドで、α相、β’相、β相な
どの多形を示す。断熱型熱量計を用いた精密熱容量測定では、α相が200-270 Kで
大きな過剰熱容量を示し、ゆるやかな構造変化が起きていることを示唆している。
これの変化を温度可変の高輝度・高感度の粉末XRDで確認することを第１の目的と
する。
また、トリステアリンを細孔径8 nmのメソポーラスシリカSBA-15に封入した場合、
融点の細孔径依存性などはα相を示すと予想されるが、バルク試料と同じような構
造変化が起こるか確認したい。この場合、メソポーラスシリカ細孔壁の影響も見積
もるため、メソポーラスシリカのみで測定する必要がある。

実験
Experimental

バルクのトリステアリンで融解状態から急冷しα相を形成させたあと-50℃か
ら80℃まで10℃おきにXRD測定を行った。次に、65℃でアニールすることで最安
定なβ相を形成させ、-50℃から80℃までXRD測定を行った。
次にSBA-15に封入した試料について細孔外に残存するトリステアリンをβ相にし
た後、-50℃から80℃までXRD測定を行った。SBA-15のみの試料についても同様
の条件で測定した。

結果と考察
Results and Discussion

バルクのトリステアリン室温でのXRD測定結果はすでに確認できており、α相は六
方晶の等方的な副格子構造を持ち、β'相は分子軸が垂直の直方晶型、β相は分子塾
が平行な三斜晶の副格子構造をもつ。α相では低温ではベータ’相類似の副格子に
由来するブラッグピークを示し、温度の上昇とともにα相に典型的な六方晶のブラッ
グピークを示すようになった。これは室温で等方的で運動性の高いα相から低温で
分子軸を垂直にして密度の高いβ’相類似の分子充填構造へ構造変化をしているこ
とがわかった。熱測定の結果と合わせると、高次の相転移に近い挙動と理解される。
メソポーラスシリカに封じた材料では、細孔外の試料のブラッグピークや細孔壁の
ハローピークが邪魔で、細孔内の試料に関する十分な受方が得られなかった。細孔
内の試料の情報を得るためには、放射光など強度の高い測定が必要であると考えら
れる。
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